
Lakefield『Intel Core processors with Intel Hybrid Technology』

｢Lakefield（レイクフィールド）｣と呼ばれるチップ本体。

CPU周りのチップ類を全部CPUに纏めたいという発想から考えられた技術で、CPUと周辺パーツ色々を全部

取り込んでしまったチップで画期的なChipです。Lakefieldの凄いところは、CPUサイズのチップに、CPUも

GPUも各種コントローラーも、更にメインメモリまで組み込まれているところです。指先の爪ほどの面積に、パソコ

ンを構成するほとんどの機能を超・集積化しているまさに画期的なチップです。



1946年に稼働したコンピューター｢ENIAC（エニアック）｣。設置に必要な面積は167平方メートル。

コンピューターが生まれたのはおよそ70年前の1940年代半ばのこと。当時のコンピューターはビルのワンフロアが

いっぱいになってしまうほど巨大なものでした。それがいまや片手で持てるサイズで、しかもその性能はビル1つ時代

よりずっと高い。技術の発展って兎に角、目を見張るものがあります。

当初は、アメリカ陸軍の弾道研究所での砲撃射表の計算を第一の目的として設計された。



インテルのLakefieldが小ささを実現できている最大の特徴は、3次元・立体的であること。

｢CPUが3次元・立体｣と聞いてもあまりピンと来ないかもしれません。それもそのはず。これまでのシリコンチップ

の常識を覆す設計になっているのです。

これまで、半導体チップは1枚の薄いシリコンの板で作られていました。チップそれぞれを小型化しても、CPUの

隣にGPUを置き、その隣にメモリを置き...と、ある程度のスペースが必要でした。

インテルが考えたのが、｢横がダメなら縦で｣というアイデア。CPUの上にGPUや各種チップ類、メモリなどを重ね

て接続することで、CPUのサイズ内にあらゆる機能を集約しています。インテルはこれを｢3Dスタッキング技術｣と

呼んでいます。

アイデア自体は、誰でも思いつくものかもしれません。しかし、数ナノメートル（1ナノメートルは100万分の1ミリ

メートル）という極小の世界でこれを実現するにはとんでもない技術が必要で、インテルも⾧年の技術開発で

ようやく実現できた。


